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Predmet: PRILOHA k delegovanej smernici Komisie, ktorou sa na tgely

prispésobenia vedeckému a technickému pokroku meni priloha Il k
smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokial ide o vynimku
pre olovo v spajkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi
polovodi¢ovym €ipom a nosiCom v ramci suprav integrovaného obvodu Flip
Chip

Delegaciam v prilohe zasielame dokument C(2018) 7499 final - Annex.

Priloha: C(2018) 7499 final - Annex
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EUROPSKA
KOMISIA

V Bruseli 16. 11. 2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

PRILOHA

k
delegovanej smernici Komisie,

ktorou sa na ucely prispoésobenia vedeckému a technickému pokroku meni priloha III k
smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokial’ ide o vynimku pre olovo v
spajkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodi¢ovym ¢ipom a
nosi¢om v ramci siprav integrovaného obvodu Flip Chip
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PRILOHA

V prilohe III sa zdznam 15 nahradza takto:

»15 Olovo v spajkach na zostavenie Plati pre kategorie 8, 9 a 11 a platnost’

stabilného elektrického spojenia uplynie:

medzi polovodiCovym Cipom a — 21.jdla 2021 v pripade kategérii 8 a

nosi¢om v ramci suprav o . . ,

. . . . 9, iné¢ ako diagnostické zdravotnicke

integrovaného obvodu Flip Chip n oG . ,
pomdcky in vitro a priemyselné
monitorovacie a kontrolné pristroje,

— 21.j0la 2023 v pripade kategorie 8,
diagnostické zdravotnicke pomocky
in vitro,

— 21.jula 2024 v pripade kategorie 9,
priemyselné monitorovacie a
kontrolné pristroje, a v pripade
kategorie 11.

15 a) Olovo v spajkach na zostavenie Plati pre kategorie 1 az 7 a pre kategoriu 10 a

stabilného elektrického spojenia
medzi polovodi¢ovym ¢ipom a
nosi¢om v ramci suprav
integrovaného obvodu Flip Chip,

ak je splnen¢ aspon jedno z tychto

kritérii:

— technologicky uzol polovodica

je 90 nm alebo viac,

— jednotlivy ¢ip s plochou 300
mm? alebo viac v

ktoromkol'vek technologickom

uzle polovodica,

— zostavy s vrstvenymi ¢ipmi s
plochou ¢ipu 300 mm? alebo

viac, alebo kremikoveé vlozky s

plochou 300 mm? alebo viac.

platnost’ uplynie 21. jala 2021.*
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